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注：本文转自中国半导体论坛，感谢原作者的付出，如果侵犯了您的相关权益，请联系后
台，我们会及时处理！

长按下方二维码关注光刻人的世界

“光刻人的世界”是为半导体微光刻界创建的公众号，旨在分享光刻领域（包括光刻、刻蚀、设计

优化、测量）的动态和最新进展、以及相关的各种专业知识和实用资源，打造集成电路制造相关领
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域（Patterning Solutions）的科技传播平台、线下社交平台。本公众号依托于中国科学院微电子

研究所，由韦亚一研究员课题组负责技术支持和维护。


